泉州半导体高新技术产业园区
总体规划（2023—2035年）（修订）
[bookmark: _Toc151071730]一、规划编制背景
2017年12月，福建省人民政府批复同意泉州市整合晋江集成电路产业园区、南安高新技术产业园区及安溪湖头光电产业园区，设立省级高新技术产业园区，定名为“泉州半导体高新技术产业园区”。原《福建（泉州）半导体高新技术产业园区总体规划（2017—2025）》由泉州市发展和改革委员会组织编制，并经泉州市人民政府批准实施。
上版总规实施六年来，伴随社会经济快速发展及国土空间规划体系深化落地，各园区发展条件发生显著变化。当前，泉州市产业结构优化升级及战略定位调整对高新区提出更高要求，需进一步强化其作为战略性新兴产业核心载体的功能。为适应新发展需求，泉州半导体高新技术产业园区管理委员会组织开展本次规划修订工作。
二、规划范围与期限
1.规划范围
本次规划范围以福建省人民政府批复的省级高新区范围为准，总面积 14.8 平方公里，涵盖晋江分园区、南安分园区及安溪分园区。
晋江分园区规划面积604.78公顷，包括科学园、工业园和设计园。其中，科学园147.05公顷，工业园420.29公顷，设计园37.44公顷；南安分园区规划面积661.43公顷，共三个地块；安溪分园区规划面积214.70公顷。
2.规划范围
本次规划期限为2023—2035年，其中近期为2023—2028年，远期为2029—2035年。
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[image: 04园区与城市产业发展格局关系图]


三、规划定位与目标
1.规划定位
①功能定位：
国家半导体产业重要承载区，海峡两岸集成电路产业合作试验区，
闽西南新质生产力发展引领区，泉州南翼新城产城融合样板区。
高新区以海峡两岸集成电路产业合作试验区为战略依托，立足国家半导体产业区域分工布局，强化优势产业基础，着力承接国家半导体产业重大区域分工任务；聚焦新质生产力发展要求，发挥区域经济增长极作用，构建战略性新兴产业体系；依托临空经济协作区及泉厦科技创新走廊，深化跨区域协同创新机制，打造东南沿海半导体产业特色集聚区，形成“竞争力强、辐射力广、创新力优”的产业发展格局。
②形象定位：省级高新技术产业园产城融合示范区。
2.发展目标
总体发展目标：构建“生产富裕、生活美好、生态健康”的省级半导体高新技术产业园区。
四、产业布局规划
1.产业发展导向
立足园区现有半导体产业基础，以强链延链为导向，顺应发展趋势布局战略性新兴产业，构建“1+2”产业发展格局。
“一大核心产业”：以半导体和集成电路为主导，重点发展半导体设计、半导体制造、半导体产业链配套，拓展新一代信息技术等半导体相关应用。
“两大战略产业”：依托半导体产业优势，根据泉州市产业发展导向，重点发展高端装备制造、生命健康医疗及其相关应用领域。高端装备制造为半导体提供核心支撑，生命健康医疗拓展其应用场景，三者技术互补、场景互促、降低成本，完善园区产业生态，有效提升园区产业韧性与创新力。
2.产业发展规划
①晋江分园区：以半导体产业链为核心的新质生产力产业基地
晋江分园区包括晋江科学园、晋江工业园及晋江设计园，规划重点发展以集[image: 06园区产业职能分工规划图]成电路为核心的新一代信息技术产业，着力打造从半导体材料、专用设备制造、集成电路设计、制造、封测到终端应用的集成电路全产业链。在此基础上，向高端装备制造产业、生命健康医疗（重点布局高端核医疗设备及技术应用、高性能医疗器械制造、生物医药制造产业）等半导体应用领域的新质产业拓展延伸，推动产业链纵向深化与横向融合，实现半导体产业的延链拓链，构建具有竞争力的产业生态体系。
②南安分园区：以化合物半导体产业为核心的战略性新兴产业基地
毗邻厦门大学翔安校区的人才优势，以三安半导体项目为龙头，发展以化合物半导体产业为核心的战略性新兴产业，适当延伸发展装备制造产业及有色金属回收冶炼等产业。构建涵盖半导体材料、专用设备制造、上下游相关联或配套及终端应用的全产业链体系；重点引入与半导体产业协同性强的制造装备项目，着力拓展AI人工智能、工业机器人、低空经济、先进医疗设备、新能源装备等半导体技术融合应用领域的高新技术产业；同时，合理布局有色金属回收冶炼及半导体循环经济等相关产业，促进资源高效利用，完善产业生态，增强园区可持续发展和综合竞争力。
③安溪分园区：光电半导体全产业基地
[bookmark: _GoBack]依托园区现有的光电半导体产业基础，吸引上下游龙头企业集聚和优势光电项目入驻，进一步扩大产业规模，联动官桥龙门现有半导体企业、县城三环路规划光电半导体企业总部及研发基地，形成龙头带动作用明显、全产业链协同发展的光电半导体产业集群，重点发展LED产业、光电显示、光电半导体及其配套应用产业。
表1  高新区半导体产业职能分工表
	园区名称
	产业发展定位
	产业发展指引

	晋江分园区
	科学园
	以集成电路为核心的新一代信息技术产业基地
	1.核心产业：集成电路为核心的新一代信息技术
①半导体和集成电路产业
龙头企业晋华（晶圆制造）、渠梁（封装测试）为引领，发展龙头企业的上下游产业及相关配套产业（含半导体产业配套服务），结合芯智造产业园进行强链补链。
②新一代信息技术产业
以集成电路为核心，向智能终端、新型元器件、人工智能等新一代信息技术产业延伸。

	
	工业园
	[bookmark: OLE_LINK1]以半导体产业为核心的新质生产力发展基地

	1.核心产业：集成电路为核心的新一代信息技术
①半导体和集成电路产业
上延下拓材料、封装测试、设备制造及零部件、配套服务及终端应用，引入上下游及相关配套产业，发展打造半导体全产业链基地。
②新一代信息技术产业
布局智能终端、工业互联网、5G、云计算、大数据、高端通用软件、人工智能等新一代信息技术产业。
2.战略产业：生命健康医疗
①核医疗产业
布局核医疗装备及零部件、高端核探测检测、核辐照装备制造、医用同位素与核药、相关配套服务等产业。
②生物医药产业
发展新型疫苗、基因工程药物、细胞与基因治疗、合成生物等生物技术，打通基础研究到临床应用的链路，加速产业链协同发展。
3.战略产业：高端装备制造
①智能制造产业
涵盖智能装备、智能机器人与增材设备制造、智能测控装备制造等多方面领域。
②医疗器械制造产业
发展智能医疗设备、高性能医用耗材、医用合成高分子材料等高性能医疗器械制造。

	
	设计园
	以集成电路研发及设计为核心的国家级双创示范基地
	重点发展研发及集成电路设计产业，打造DRAM及集成电路建设核心技术研发中心、人才培育中心和设计公共服务平台、专业研究院所和创新孵化平台，完善存储器及集成电路产业链布局。

	南安分园区
	以化合物半导体产业为核心的战略性新兴产业基地
	1.核心产业：化合物半导体产业
①半导体产业
以三安半导体项目为龙头，上延下拓半导体材料、半导体设备、半导体制造的上下游等相关配套产业。
②有色金属回收冶炼产业
延伸半导体产业链，充分利用半导体产业废料，配套有色金属回收冶炼相关产业，搭建园区内的“废料－回收－提纯－再供应”闭环，发展半导体循环经济产业。
2.战略产业：装备制造产业
①智能制造装备产业
布局工业机器人、AI人工智能硬件制造及集成等智能制造装备产业及相关材料。
②低空经济设备制造产业
发展卫星通信系统、无人机、飞行器及低空配套设施等低空经济产业及相关材料。
③先进医疗设备及器械制造产业
布局影像诊断、手术机器人等高端诊断、治疗、监护、康复全产业医疗设备
④新能源装备制造产业
前瞻布局太阳能、生物能、氢能、新一代储能电池等新能源装备制造等产业。

	安溪分园区
	光电半导体
全产业基地
	1.核心产业：光电半导体产业
①LED全产业链
进一步强链延链补链，上延下拓材料、设备、LED制造等上下游相关配套产业和应用项目，重点发展紫外芯片、红外芯片等核心产品。
②光电显示产业
协同厦门布局光电显示产业，以Mini、Micro、LED 为核心，引进上游关键配套材料，拓展车载显示、智能穿戴、智能家居、AR、VR等下游应用。
③光电半导体及其配套应用产业
涵盖光通讯、传感器、智能监控、激光产业、光电元器件、精密光学等领域，推动新一代信息技术产业拓展，优化产业布局。


五、园区空间结构
1.晋江分园区—科学园
规划结构为“一核、两轴、三组团”。
一核：位于中部的综合服务中心，是服务工业区的商业配套、公园等的服务中心；
两轴：以振兴路为依托，以商业配套服务、休闲服务等功能为主体的综合服务轴；以智造大道为依托，以两侧的绿地景观及梧桐溪滨水景观为主导，展示工业区景观特色的休闲景观轴。
三组团：南部及西部产业组团、北部生活组团。
2. 晋江分园区—工业园
规划结构为“一心、两轴、四组团”。
一心：商业商务中心；
两轴：以泉厦漳城市联盟路为依托的区域发展轴，以伞都大道为依托的产业发展联动轴；
四组团：1个综合服务组团、3个生产组团。
3. 南安分园区
规划结构为“一轴、两带、七组团”。
一轴：产城融合发展轴，贯通园区纵向主要功能板块的城市功能拓展轴线；
两带：以石井大道为依托，以绿地景观、产业景观为主导的生态景观轴；以芦青中路为依托，以两侧的滨水景观及产业居住等功能为主体，展示工业、科研景观特色的生态景观带。
七组团：分别为绿色生态涵养组团、高新/后井产业组团、芦青科教组团、综合服务组团、产城融合配套组团、临港产业组团。
4. 安溪分园区
规划结构为“一心、两轴、三组团”。
一心：以党建邻里中心、文体活动中心为核心，周边配套各项公共服务设施，成为园区生产、生活的配套服务中心。
两轴：指南北向贯穿各组团的工业联系拓展轴，和东西向连通山水的生态绿轴。
三组团：分别为居住配套组团、公共服务组团和生产组团（一二期）。
六、园区用地规划
1.居住用地
规划面积：约244.67公顷（含农村宅基地136.96公顷，混合用地3.99公顷）。
布局原则：在保障普通住房的基础上，加快高端社区发展，促进职住平衡；依托生态山水和人文历史优势，吸引高端商务、技术人才集聚。
2.公共管理与公共服务用地
规划面积：约76.89公顷。
布局原则：采用“一区多园”模式，结合镇区、街道、社区形成多中心、嵌入式布局；加大教育科研用地供给比例，规划科研教育用地主要集中南安高新技术产业园区，联动厦门翔安教育设施协同发展；引进国内外高端人才及技术，培育本土人才软实力，为南安高新技术产业园区及泉州提供智力支撑。
3.商业服务业用地
规划面积：约78.40公顷。
布局原则：以商业用地和商务金融用地为主，打造各园区活力中心，承载商业服务、商务办公等现代服务业功能。
4.工矿用地及仓储用地
规划面积：工矿用地约585.71公顷（含采矿用地1.58公顷），仓储用地约8.45公顷。
布局原则：推动半导体等战略性新兴产业集聚发展；实现产业用地集约化、高效化、复合化布局。
5.交通运输用地
规划面积：约195.26公顷。
布局原则：以低碳交通为布局原则，形成海陆空一体化的交通网络；重点建设以轨道交通、城市快速路为主的对外交通主线，逐步提升完善以低密度社区路网模式为主的内部交通系统，形成公共交通便利、客货分流组织、动静衔接顺畅的复合交通体系。
6.公用设施用地
规划面积：约14.52公顷。
布局原则：加快市政公用设施建设；完善供应设施、排放设施、环境卫生设施、安全设施等基础设施的建设水平和规模，满足高新区生产生活的发展需求。
7.绿地与开敞空间用地
规划面积：约141.41公顷。
布局原则：采取集中与分散相结合的方式。集中布局成片绿地，打造景观节点，利用边角地带、道路、市政走廊等空间进行绿化，构建点线面结合的绿地系统。
8.留白用地与特殊用地
[image: Z:/2公共资料/规划一所/泉州半导体产业园总规修编/阶段性过程文件/20251127修改/图集JPG/晋江科学园土规20251218.jpg晋江科学园土规20251218]暂未明确规划用途、规划期内不开发或特定条件下开发的战略预留，留白用地面积为17.8公顷。特殊用地3.51公顷。   
[image: 06 土地利用规划图][image: 06 土地利用规划图]

[image: 6.土地利用规划图]


[image: 05土地利用规划图]
   七、主要公共设施规划
[image: 09园区主要公共设施规划图]规划原则：根据高新区各分园区的产业定位和发展现状。科学布局具备带动性的公共设施，促进高新区高质量发展。

1.晋江分园区
①晋江分园区科学园：分园区管委会、研发中心、测试实验室、园区邻里中心、休闲公园。
②晋江分园区工业园：企业总部、展销中心、设计研发基地、商贸服务中心、人才公寓、酒店、中小学、休闲公园。
③晋江分园区设计园：国际文创中心、设计研发中心、创意创新孵化基地、会展中心、人才公寓、酒店、商务办公、泉州装备制造研究院、草庵摩尼教遗址公园。
2.南安分园区：科教研发区、研发实验室及中小学等教育设施、展览馆、休闲公园，及紧邻园区的分园区管委会、人才公寓、商贸服务中心、办公总部区、文体活动中心。
3.安溪分园区：分园区管委会、湖头光电信息中心、国家级光电实验室、光电职业培训学校、中小学等教育设施、文体活动中心、人才公寓、休闲公园。
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